Поверхность псевдосплава W-Cu после ее обработки импульсным пучком ионов углерода.
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Методами растровой электронной микроскопии исследована топография поверхности псевдосплава W-Cu, облучённая мощным импульсным ионным пучком (МИИП) на ускорителе ТЕМП Томского политехнического университета (Cn+, ускоряющее напряжение 200±10 кВ, плотность энергии в импульсе 2.6–3 Дж/cм2, длительность импульса    ̴100 нс.) |1|
 Медь в порах каркаса под действием МИИП расплавилась и в результате сверхбыстрого затвердевания  на многих участках псевдосплава  над уровнем вольфрамового каркаса сформировались капли и холмики  округлой формы. Из крупных  пор,  в процессе нагрева и охлаждения посевдосплава , часть жидкой меди выплеснулась на его поверхность   
Микротрещины на поверхности зерен вольфрамового  каркаса присутствуют, но их количество минимально. Следует отметить, что медь практически отсутствует на поверхности зерен вольфрама   за исключением капельной фазы. Углерод  распределен по облученной поверхности равномерно и его количество минимально .
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